
新聞稿
VICTREX® PEEK® 在SEMICON China 2007 
展示半導體行業主要應用
VICTREX® PEEK® 聚合物及VICOTE™ 塗料高性能材料的領先製造商英國威格斯公司（Victrex plc）在中國國際半導體設備與材料展覽會暨研討會 (SEMICON CHINA 2007) 的3309號展位上，展示公司在半導體領域的一系列專有技術。
在展示的多種應用中包括了CMP保持環與晶圓轉運箱。VICTREX PEEK正被廣泛認同為晶圓傳輸與儲存應用的首選材料，尤其是前開式晶圓盒 (FOUP)與晶圓轉運箱。隨著晶圓尺寸、產量及單個晶圓成本逐漸增大，通過降低因不同工藝步驟產生的晶圓污染與損失而提高產量的壓力越來越大。
要達到這個目標，業界不斷找尋綜合一系列關鍵要求的轉運箱材料。這些關鍵要求包括：高純度、可加工性、耐磨耗性能、化學穩定性、載荷條件下的尺寸穩定性、耐磨損性能、低顆粒產生率、長期可靠性、晶圓平面的精密度、易於清潔與維護、防污染、ESD性能、適應不同溫度與氣體環境的相容性及阻燃性能。
VICTREX PEEK聚合物經驗證能夠為晶圓轉運箱應用提供理想的綜合性能，包括出色的耐化學品性能、優異的耐磨損性能，尤其是低顆粒產生率特性。VICTREX PEEK的粒子脫落特性優於其他同類材料，而且可萃取物的水平更非常低。
威格斯公司亞太地區市務經理ST Namgoong稱：“我們目前向中國大陸、日本、韓國和臺灣的許多晶圓製造廠供應 VICTREX PEEK。在半導體領域，尤其是晶圓盒應用方面，VICTREX PEEK因其具有固有高純度、高強度、耐化學品性能、耐高溫性能及電氣性能，對於產品的成敗起著決定性作用。此外，VICTREX PEEK憑藉這些獨特性能，獲廣泛認可為製造CMP環的首選高性能熱塑性材料之一。”
VICTREX PEEK能夠滿足低摩擦係數和高耐磨損性等多種CMP環的標準要求。它不但具有極緊密公差的加工能力，而且可以相容漿液 (slurries) 等工藝成分，在加工過程中PEEK CMP環能磨平更多的晶圓，從而減少停工時間和降低每個晶圓的生產成本。VICTREX PEEK已經被證明為CMP環的理想材料。
化學機械磨平 (chemical mechanical planarization, CMP) 是半導體晶圓製造工藝的關鍵步驟，它需要嚴格的工藝控制、緊密公差及高質量的表面形貌與平面度。隨著產品與電子設備趨於小型化，對加工能力的需求不斷增加，所有這些因素也變得越來越重要，故對構成CMP工藝關鍵部件的保持環的特性提出了更高要求。
CMP 保持環設計用於在晶圓磨平時盛裝晶圓並確定晶圓的位置，能產生低拋光率，並生成具有緊密平整度公差的均勻表面拋光。此外，它還具有低顫動特性的高材料穩定性。但是，只有選擇適當的CMP環材料加上正確的設計，這些特性才能實現，特別是如果保持環底面非常平整，晶圓製造的產量就會較高。
在Semicon China 2007展會上，威格斯公司還將介紹超高純度的 VICTREX PEEK (VICTREX UHP PEEK)。這種特別生產的聚合物材料，能夠滿足清潔室、濕加工、醫藥加工與分析化學應用對純度的最嚴格要求。VICTREX UHP PEEK不僅具有VICTREX 標準級別產品的全部機械性能、化學性能、熱性能與摩擦性能，而且還不含任何可能析出到液體或在真空或高溫環境下發生釋氣的成分。
關於威格斯公司 (Victrex plc)
英國威格斯公司 (Victrex plc) 是全球領先的高性能材料製造商，其產品包括VICTREX® PEEK® 聚合物和VICOTE™ 塗料。威格斯的產品是世界質量最佳的材料之一，提供獨特的綜合性能，幫助加工商和終端用戶達到最理想的成本節省和性能目標，並開發出別眾不同的優質產品。


威格斯公司的材料廣泛應用於不同市場，包括工業、航空、汽車、電子、食品加工以及醫療設備領域，Invibio® 是威格斯的生物材料業務部門，為醫療設備製造商提供專用的材料和服務。

威格斯公司總部位於英國，在日本與日本三井化學公司 (Mitsui Chemicals) 建立了一家合資企業。最近，公司在上海開設了一家全新的商業和技術支援設施，名為「威格斯亞洲創新與技術中心」，為該地區的客戶提供快速的實際應用服務。威格斯的工作團隊由專注於市場開發、銷售和技術的專家構成，在世界各地與客戶共同工作，幫助他們開發新的應用和原型構建，提供產品性能資料和處理技術。要瞭解更多資訊，請訪問公司網站http://sc.victrex.com 或 www.victrex.mobi
。

附註：
VICTREX為英國威格斯公司註冊商標。
PEEK及PEEK-HT 是英國威格斯公司在中國大陸、香港、台灣、韓國和新加坡的註冊商標。
VICOTE 是英國威格斯公司的商標。
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